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12,782億円
（2019年3月期）

地域別売上高（連結）

韓国
3,111億円（24.3％）

欧州
931億円（7.3％）

北米
1,320億円（10.3％）

台湾
1,649億円（12.9％）

日本
2,088億円（16.3％）

中国
3,079億円（24.1％）

その他
605億円（4.7％）

12,742名

日本
7,797名（61.2％）

北米
1,598名（12.5％）

欧州
513名（4.0％）

アジア
2,834名（22.2％）

地域別従業員数（連結）

（2019年3月期）

東京エレクトロンの事業
東京エレクトロン（TEL）は半導体およびフラットパネルディスプレイ（FPD）製造装置のリーディングカンパニーとしてグローバ

ルに事業を展開しています。TELは、事業を通じてサステナブルな社会の構築、発展に貢献します。

TELの変遷（売上高推移）

地域別売上高（連結） 地域別従業員（連結）
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1968年/最初の
J V（テル・サームコ）設立

1980年東証二部上場/1984年東証一部上場

1997年/コーポレートガバナンスの強化1975年/コンシューマー向け製品の輸出事業から撤退

1994年/海外でのダイレクトオペレーションを開始

半導体製造プロセスおよびTELの主要製品 ■ウェーハ処理プロセス（前工程）　■検査・組み立てプロセス（後工程）

有機 ELディスプレイ製造用
インクジェット描画装置
EliusTM

FPDプラズマエッチング/
アッシング装置
BetelexTM

FPDコータ/デベロッパ　
ExcelinerTM  

FPDプラズマエッチング/
アッシング装置　
ImpressioTM

FPD製造装置

Tokyo Electron
Europe

Tokyo Electron
Malaysia

東京エレクトロン
テクノロジー  ソリューションズ

（山梨）

東京エレクトロン
テクノロジー  ソリューションズ

（東北）

東京エレクトロン 宮城 東京エレクトロン 九州

日本 東京エレクトロン

Tokyo Electron
Korea

Tokyo Electron
Taiwan

Tokyo Electron
  （Shanghai） 

Tokyo Electron
India

Tokyo Electron
America

主要なグループ会社所在地

Tokyo Electron
Singapore

成膜

Thermal
Processing System
TELINDY PLUS TM

Atomic Layer
Deposition System 
NT333 TM

Coater/Developer 
CLEAN TRACK  TM

LITHIUS Pro  TM Z

Plasma Etch System
Tactras  TM  

Single Wafer
Cleaning System
CELLESTA  TM -

Wafer Prober
Precio  TM /Precio  TM XL

DRAM

3D NAND

Logic

CMOS image sensor

Wafer /Dicing Frame
Prober
WDF  TM 12DP+

Wafer Bonder/
Debonder
Synapse  TMV/
Synapse  TM Z Plus

Plasma Etch System
Tactras  TM 

Single Wafer
Deposition System
Trias   +TM

Single Wafer
Deposition System
Trias       TM 

集積回路の完成

酸化膜形成・窒化膜形成 露光 現像 エッチング レジスト剥離・
洗浄

配線前の
トランジスタ（ 素子）が

完成

半導体
パッケージングの完成

繰り
返し

フォトレジスト塗布

フォトレジスト

金属膜 金属膜

層間絶縁膜

シリコン酸化膜 シリコン窒化膜

ウェーハ

エッチング

検査 パッケージング・検査

洗浄

配線形成

リソグラフィー
（フォトレジスト塗布・現象）

素子分離形成、ゲート形成 ゲート電極

コンタクト形成 支持基板貼り合わせ・
薄化・剥離

多層配線形成 ウェーハ検査 検査 パッケージ・組み立て
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